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— ■ 7 . ^ H<.„ ««m Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

Die folgenden Angaben ,.nd den --Z'^T:L...L.rU^.-.. von Obiekten 



Herkommliche Kennzeichnungselemente ^^^^ f^ 
heitsnachweis von Objekten sind. sofern s.e n cht aus m. 
krcelelctronischen Schaltkreisen ^^^S^batrt s,.^. fur Ex 

peaen leicht falschbar. hingegen s.nd ^^l^°'^^^'^rf^Z- 
kroelektronische Kennzelchnungselemente dutch ihre ko^ 

stenimensive Aufbau- und Verbindungstechnik hochpre. 

tim ain kostengunstiges mikroelektronischas 
nu^Qselement fur Obiekte, insbesondere von Dokumen- 
ten aos Pap12J. herzusieHen. wird ein Kennzeichnungsm. 
krochip (37) unrertrennlich m!t dem zu kennze.chnenden 
Obiekt durch einen flachigen Trager (38), vor^^S^JT^^^. 
aui dunnem Papier durch ei"^ K^P^^toffsch^ht v^^^^^^^^ 
den. Sein insbesondere sicherhe.tsWchn.sch relevanter 
Dateninhatt ist Qber direkt mi fJ^'P^^'r^'lfl'rJS: 
41) verbundene flachenhaft ausgefuhrte If^rfa 
hige Kunststoff-Kontaktstellen (34. 35) 7u e.nem Bas.sge 
rat (30) ubertragbar. 



30- 



35 



mm 


i iiiiiiiil) 

11111313 
iiigiiS 




32 


34 

/ 




UJ 

Q 



BUNDESDRUCKEREl 04.98 802 023/168/1 



25 



1 



# 



DE 196 49 337 A 1 



Beschteibung 



Die Etftndung betrifft ein mikroclekuonisches Kenn- 

menten L Papier, das unzertiennbch mit dem zu kenn 
Sncnden Objekt vcrbundcn ist and dc^sec auf dcm 
Kennzeicbnungsmikrochip befindlicher Datenmha^: uber 
S"bk 

kann Die direkt mit den Kontaktflachcn dcs Chips ve.bun 
dwen Kunstsioff-Kontaklflachen dienen dec Passiv^erung 

S Chips und .icUea bci ^^J^^^''^'2:::Z^t 
groSe und mechanisch belastbare Kontakiflachen zum A-t 
fcucn von Koniakticrclcmcntcn cincs Bas.sgcrat. dar_ 
Durch dirVorhandenseln d« Kennzeichnung.elemcn . au IS 
dem Objekt und durch ObereinsdnunuBg rmt e.ner auf dem 
Objekt geschriebenen fur das menschUche Auge lesb^rj 
Nummer oder mit einem Daiensaiz m emer D^'^^^k 

der auf dem Mikrochip g«P«'=t>.'=r^''"rch eSch n 30 
Ecbihcit mit hochstcr FabchungssKherhe.t -lurch "nrachen 
Vergleich der beiden Nummem nacbgewiesea ^"d"; 

H«kommlicbe Verfahren -"^f ^^^ung der F« 
sicherheit von Objekicn ver-enden J^^^-^^ An^endb^to^ 
auf das verwendete Tragermatenal ^asserzeichen b.e^el 
bcke. filigrane Verzier..ogea <l«^Bedr.>ckung F^b 1^^^^^^ ^ 
der Bedruckung. dunne Alumimumsireifen fluoreszensie 
rende FM^ben aufgeklebte Hologramme. Infraroiborcodes. 
m«alHsrhcBarc^^^^^ 

^11 Se Chipgehau« eingehrachte Chips, he, denen d,e 
SmakdSdes ChipgeU« meist kre sform.^ » 
fuhrt sind und aus dem Chipgehause herausragen (Button 

"Se Verfahren und Systeme weisen te^-hc 
Nachteile auf. So sind Wasserzeichen. b.egel filigrane Ver 
zieruogen. Farbverlaufe in der Bedruckung. fluoresxen^e- 35 
rrn^farbenJedeAri von Barcode und sogardunneAlu^^^^ 

n omsa=ifen;Ue Hologronune fur Expen«,^r^^^^^^^ 

Elektronische Kennzeichnungselemente fur Do^umenie 
sind bekannt. TranspDnder und Button ^f^''^^^^^'^^, ^ 
Expenen praktiscb nichi falschbar. sie smd jedocn im Ver « 
Sch zu einem erfindungsgetnaBen =l«ktron>schen Keon 
fcichnungselcment nicht ausreichend kostengunsug her 

"ts handeU sicb bei TransponUem urn bek-aanie eleklrom- 
sche DMeouager. die an beUebigen Objekten befesugt w r- 45 
den kSnen^ebeslehen im wesentlichen aus e,nemM:kro- 

rem kapa.iti V wirkenden Rauelenient, we c^^^^^^^^^ 
luia^Uch auf dem Mikxochip integr^ert .st ""f "^'O"^?"'-^- 
Spule und kapazidv wirkendes Bauelement b ^ 
nln als Sende- und Empfangsemheu ^^^''"f"^^^;;"!. ^ 
kieis der so er einem eleklromagneuscheo Wech^Ue d ge 

SS- Frequenz ausgesetzt ist^die ^-^.'f^^^^^J^X 
Mikrochip bUdet. Hier.u ist ein Bosisgerat n"^""*"'/^^^^ 
frequenzgeneraior erforderUch, der e.ne be>sp.elswe.se 
125 kHz betragende Wechselspannung erzeugt. 

Diese Wechselspannung fuhn zur Anregung eines benen- 
schwingkreises im Basisgeral. Dieser iichwmgkre.sj^W 
eine magneiische TOgerweUe ab. die den i''J-'"S^^'^^^^^^ 
Transponders erregen und auf d,ese ^-se dem I^krocbp 
EnergU zufuhr=n kann. Die Spannung im Transponde « 
sch^.>.gkreis ladt im Mikrochip des Transponders, uber et- 
nen GHchrichlcr gkichgerichtei, einen Kondensaior aut. 
Diesel Kondensator dient dem Gla«eo der Betnebsspax,- 

"Nlch ESen'^it^er ausreichend hohen - 
nung fuhn die nachgeschaltete Logik auf dern M)krocaip er^ 
nen Resetzyklus d^ch. nach dessen Ende Daten aus ^ 
Lesespcicher (ROM) oder dem Schre.b-ZUsespe.cher (Eh 



PROM) serieU ausgelesen werden. indem je nach gespei 
chertem Inhall ein Trans.stor durchgesteuert wixd de den 
Strom durch die Transponderspule erhoht, wodurch mduku v 
inTr Sende-und Empfangsspule des B^>sge^«^ fe.nc 
SoamiungsandeniDgen bervorgerufea werden Dies w^a 
dS eine Empfangsschaltung innerhalb des Bas,sgente 
regisiriert und ausgewerteL Die ,m Transponderch.p gespe. 
rWerre Information wird dekodien. 

T^L^pSr weisen den Nacbteil auf. daB ste m emetn 
Sta«TTu° mchreren uberetnanderliegecden D°k«"""^«' 
n renter groBtem techniscben Aufwand von e.ner Bastss^a- 
lion gclcsen werden liotmen. Befinden s.ch mehn:r« TYanv^ 
'^odlimTragermagnetwechselfeIddesBas.s6eratsso^^^^ 
ren sic gcgcnscuig den Datcntransfcr zunick zum Bas.s^c 
rtt Die zLrdnung. welcher Transponder zu welchem rn 
Stapel befindlichen Dokument gehoct, ist detze.t techn^ch 
unlSsbar und theoretisch nur unter groBem techn.schen Aut- 

"ai^^n Memories sind in einem metaliischen Chipge- 
J^l^S. Chips, wobei die K— ^d u! 
Chip?ehauses meist kreisfomug ^usgefuhrt sind und aus 
dem Chipeehause herausragen. Die cunden Konuktftachen 
SeSr Bonddrahte die ^l^ktrische Verb^doog « 
Chipeehause befindlichen Mikrochip her. Nach Erreichcn 
Sner vom Basisgerat an zwei Kontaktflachen bereugesteU- 

n u'ekLdLhenBetriebsspannung fUhrtd^ 
schaltete Logik auf dem Mikrochip einen Resetzyklus 
dtcb nach dcsscn Endc Datca aus dem Lcs«pc.=hc 
SdM) Oder dem Sch.ib-A.sespeicher 0^RPRO^^«^e 
aus.elcsen werden. indem je nach 8«P«chettem Mi^t de 
logrsehe Pegel an einer der Kontaktflachen im vom Bas.sge 
rat vorocebenen Tata veranden wird. 

But^n^Memories sind in ihren Herstellungskosten bet- 
sni;Leise Transpondera unterlegen, denn cs muQ em me- 
Shthe ChipgeWuse, ein isolierter metallischer Inneanrg 
uld der Mikiichip miceinander verklebt und gfbotjdet *^r- 
den SchUeBUch muS das MetaUgehause m,t Kunststoff ge- 
St werln. urn eine hemietische Dichtung - '"l^ ^'^ 
Tm Geeensau zur HersteUung von Transponderri mussen 
?J^s ndS^lediglich mit einer Spule >^on^"«;^-J 
ie^es zusammen mit Kunststoff vergossen w-den^Bu^o 
Memories weisen zudem den Nachtcd auf, d^>bre M^se 
be gleicher BaugroBe aufgrund des hohen M=">^g;b ''s 
den incislen anderen Kennzeichnungsverfahren unierlegen 
fl oe Iringe elektrische Wideband in 
von den Metilkontakteo des Gehauses zu den Bondflachen 
luMem Mikrochip la.ssen Bu«on Memon.s ,m Verg.e^^^^^^^ 
aUcn anderen bekannten Kennzeichnungsverfahren uberdies 
S emp^dlich gegenuber elektrostauscben Entladungen 

'"ofvorUegenden Erfindung liegt daher die Autgabcz- 
gninde. ein Kennzeichnungselement der em gangs be chne 
Art dahingehend zu verbessem. dafi die Voneile rm- 
SeleSfonische? Systeme mit denen einer s^|vr kos^niUn- 
stieen Aufbau- und Verbindungstechn.k komb.n ert werden^ 
sS^in in derralschungs- und Anwendungssicherbe, m 
Vergleich zu den Kosten uberlegenes Kennzeichnungsv er 
fahren fur eine V.elzahl von Applikauonen zur Vertugun. 
'"Sese Aufgabe wird durch ein Kennzeichnungselernent 
defS a^gsleschnebenea Art geldst. d^ g^-- ; 
ist durch einen KennzeichDunssmikroch.p der^^^^^^^^ 
ein bekanmer Transponderch.p au gebaut >s^ , 
KunstotT-. Metall-. oder ^-P^^^';^jS^^rz^msig^n 
SS^SgrKu^^an^u^.^ 

Sle^^sSnt^^^^^^^ 
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3 ^IIIF . Rjidsaerat 2 ubertiag^werden kann. Altemativ 

!pt,a«»;n '»'°""'»° Koi,iaai=rtl=m=m< de! Bms- ^ '"'""i" i„„^hied.n beta. A«fb.u .00 B.sls- 

^ss^^rz^^ ^^^^^^ 

nes LadungsfluBcs ubcr die P'^''^" i8 uod Kennzeichnungselcmcn; ^^"""^^ ^"^°'Z\.rro^sc^<^^ 

nachgeschaUete I^g>k: -4 D^^ ausgelesen und «=^,«^^rfi' i^'^^^dureh Funkenube«chlage mit hohen zer- 

digUch die im Usespeicher ROM gespcicnene u. 
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schicht 42 aus Kunsutoff auf die noch unbedeciae Oberfla- 
che des Mikrochips 37 in noch zahflussigem Zustand aufge- 
bracbt und zerflieBl uber den Chiprandem vor der Aushar- 
lung Dera Kunsistoff Icann zur Erbohung der Resistenz ge- 
genUber elektrostatischer HnUadung cin schwach elektnsch 
leitfahiges Material wie zum Bcispiel Graphic be.gemischt 
werden. Das Kennzeichnungselemeni kann bei vorteiUianer 
hochohraiger Ausfiihrung der Passivierungsschicht 42 m 
Betrieb durch den parasitiiren ParaUelwiderstand nichi ge- 
stort werden. Tritt jedoch im Ruhezustand cine elektroscau- 
sche Endadung an einer der beiden Kontaktflachen 34 oder 
35 auf. so hall der parasilure Widersland der Paisivierungs- 
schicht 42 die zweite KonlaklflSche 34 oder 35 auf demsel- 
bcn Potcnual. Einc Zcrstorung dcs Mikrochips 37 isi da- 
durch nicht. miiglich. Die Arheir.wei.se der hnchohm.gen 
Passivicrungsschicht42 ist mitdcr von andstatischen Trans- 
poribehaltern fur Integtierte Schaltkreise vergleichbar. 

Im Prinzipschalibild gemaB Fig. 3 ist ein als ganzes mit 
dem Bezugszeichen 72 bezeichnetes Basisgerat zum benden 
und Empfangen von Daicn cincs bei einer bcsuminten t-re- 
quenz arbeitenden Kennzeichnungsniikrochips und ein out 
dem Bezugszeichen 74 bezeichneier Kennzeichnuogsrai- 
krochip daigesteUt Ein Hochfirequenzgeoeracor 79 im Ba- 
sisgerat 72 erzcugi eine mit ca. 125 kllz ^'";"'"<="<?^ 
Wechselspannung, mit der uber einen Widerstand 78 die 
Kontaktierelemente 76 angesteuerl werden. Der Kennzeich- 
nungsmikrochip 74 cntnimmt, nacbdem seme Kontakifla- 
chcn 84 mit den Kontakticrclcmcntcn 76 dcs Basisgcrats 7- 
verhunden .sinrt. Hnergie. die in der Form eines T.adung.'itlu- 
Bes uber die parasitaren Widentande der KontaktsteUen aus 
leitfahigem Kunststoff 82 und 88 und uber eine Oleichnch- 
terdiode 90 einen Kondensaior 92 aufladt. Bei ErreicheQ ei- 
ner Betriebsspannung beginnt eine nachgeschaltete Logik 
94 mit einem Reseizyklus. Nacb dessen Endc wud em Lese- 
speichec ROM serieU ausgelesen und je nach gespeichertem 
Inhali ein MOSFET 96 durchgesteuert odw im bochohiru- 
gen Sperizustand belassen. Wird der MOSFET 96 leitfihig. 
so ethoht sicb der Stiom durch die KontaktsteUen 76. Diese 
Veranderune der Stromstarke erzeugt eine Andewng dcs 
iJpannuDgsabfalls im Widerstand 78, die von der Empfan- 
gerschaltung 80 im Basisgerat 72 als feine Spatmungsimde- 
ning reeistriert, gefiltert. dckodiett und verarbeitet wird. Es 
wurde vorstehend ein passiver Kennzeichnungsmikiochap 
beschrieben, bei dem lediglich in detii Lesespcicher ROM 
gespeicherte Information an das Basisgerat 72 
werden kann. Altemativ kann jedoch ein zusatzUch oder 
au.s.<;chliefilich mit Schreih-T,e.-;e.«:peicher aasgerusteter 
Kennzeichnungsmikrochip eingesetzt werden. bei dem aucn 
von dem Basisgerat 72 ausgehende Informauonen an einen 
Schreib-ZUscspeichcr des Kennzeichnungsmikroehips 
ubenniuelt und don gespeichert wcrdeta konnen. 

Es esisticren zwei unterschiedUche Ubertragungsverfah- 
ren die zu Icichten Unterschieden beim Aufbau von Basis- 
geraten und Kennzeichnungsmikroehips fUhren. die als sol- 
che jedoch bekannt sind. Nach dem einen Verfahren w.rd 
die Tragerschwingung frequenzmoduliert und nach dem an- 
deren amplitudenmoduUert. 

Ein vorgehend beschriebener Kennzeichnungstmkrochip 
74 benotigt bei vorteilhafter Ausfiihjiing our em Bondpad 
zur Kontaktieamg. das durch v^iihrend der Chipferugung 
aufgebrachte Cold-Bumps entsprechend groQflachig ausge- 
fiihtt werden kann. Das Masscpotential wird an einen sol- 
chen Kennzeichnungsmikrochip 74 uber die Ruckseite oder 
die SeitenwiiDde des Chips zugefUhrt. Die Konialtnerung 
zum Aufbau eines crfindungsgemiiBen Kennzeichnungscle- 
ments erfolgt vorzugsweise durch Aufkleben des Kenn- 
zeichnungsmikroehips 74 auf nicht ausgeharteten elektnsch 
leiifdhigcn Kunststoff 



Fig 4 zeigt eine als ganzes mit 50 gekennzeichnete Aus- 
fuhningsform eines erftndungsgemaBen Kennzeichnungs- 
eleraents, das aus einem auf einen flachigen Trager aus Ka- 
pier MetaU. Glas oder KunsistoEf 52 aufgeklebten Mikro- 
5 chip 54 rait arnahemd dem Autbau eines Transponderchips 
besteht und dessen Umfang 66 nur zu einem Teil 64 mit ei- 
nem elektrisch isoUerenden Kunststoff bcschichtet 'St-J^' 
der auf dem Bondpad 56 aufgebrachte elektnsch leitfahige 
Kunststofftxopfen 62 keinen Kontakt mil der chipintemen 
10 Masseleitung bekommen kann. Der Kunststofftropfen Oi, 
der beispielsweise mit einer Pipette oder per Siebdmck aut- 
gebrachi werden kann. dienL nach seiner Aushartung der 
Passivierung, Versteifung und Kontaktierung der Kontak- 
tierelemente cincs Basisgcrats. Der Kunsutofftropfcn 38 cr- 
15 fullr den gleichen Zweck wie der Kunst.-stomropfen 62. nur 
komakdert er die mit der chipinternen Masse verbundenea 
Ruckseite 53 des Mikrochips 54. Der parasitare elektnsche 
Flachenwiderstand der Kunststofftropfen 58 und 62 kann 
bespielsweise durch Zugabe von Nickel. Aluminium. Ora- 
-0 phit und Silbcr in wciten Bereicben von einigen Ohm b.s zu 
mehreren Kiloohm eingesieUt werden. Bei voaeilhafter 
Ausfiihrung eines etficdungsgemaBen Kennzeichnungscle- 
ments wird der parasitare Rachenwiderstand auf emige hun- 
dert Ohm bis in den tiefen Kiloohmbereich eingestelit. Die 
25 Anfalligkeit der mikroelektronischen Schaltung auf dem 
Chip 54 gegenuber elektrostatischer Entladung auf den 
Kontaktflachea 58 und 62 sinkt mit steigendem elekinschen 
Flachenwiderstand der Kontaktflachcn 58 und 62. Die in 
Fig 4 darge.-?rellte Au.sRjhrungsform wei.st gegenuber heah- 
30 sichtigter und unbeabsichteier Zerstorung des Kennzc.ch- 
nungselements die gleichen Votteile auf wie die m Fig. I 
dargesiellte AustuhruDgsform. 

Zur Abdeckung und Passivierung eines erfindungsgeraa- 
Bcn Kennzeichnungselements wird eine Passivierungs- 
35 schicht 60 aus Kunststoff auf die noch unbedeckte Oberfla- 
che des Mikrochips 54 in noch zahflUssigem Zustand aufge- 
bracht und zerflieBl uber den Chiprandem vor der Aushar- 
tune Dem Kunststoff kann zurErtiohung der Resistenz ge- 
genuber elektrostatischer EnUadung ein schwach elektnsch 
40 leitfahiges Material wie zum Beispiel Graphit beigemischt 
werden. Das Kennzeichnungselemeni kann bei vorteimafter 
hochohmiger Ausfuhrung der Passivierungsschichi 60 im 
Betrieb durch den parasitaren Parallelwidet^iand nicht ge- 
sion werden. Trill jedoch im RuhezusUind eine clck^oslau- 
45 sche Entladung an einer der beiden Kontaktflachen 58 oder 
62 auf. so halt der parasitare Widerstand der Passivienings- 
schicht 60 die zweiie Kontakrflache 58 oder 62 auf demsel- 
ben Potential. Eine unbeabsichugte Zerstorung des Mikro- 
chips 54 ist dadurch nicht moglich. Die Arbeitsweise der 
50 bochohmigen Passivierungsschichi 60 ist mit d« von anti- 
staiischen TransportbehaJlem fur Integnerte bchaltkreise 

Xls Kunststoffmaterial fur alle in der Erfindung erforder- 
Ucben Kunststoffschichtcn wird bei vorteilhafer Ausfdhrung 
55 Epoxidharz verwendet, das bedingi hochteraperaturbestan- 
die isl und in weiten Dcreichen in seiner -niixotropic durch 
Zugabe weiterer ChemikaUen einsteUbar isc. Erfindungsge- 
maBe Kennzeichnungselemente. die mil Epoxidharz ausge- 
fiihn sind. sind auBersc robust, flach und kbnnen krattschius- 
M sig auf zu kennzeichnende ObjekCe aufgebracht werden. Zur 
Verminderung der Lichtempfindlichkeii der auf dem Mikro- 
chip (37. 54) inicgrierten Schaltung kann dem Epoxidharz 
eine den Lichteinfall dampfeode Farbe beigemischt werdea. 
Es kann, je nach Anfordetung an ein erfindungsgemaiies 
65 Kennzeichnungselemeni 42 und 50 aufgiund der L.chiemp- 
findlichkcit erforderUch sein. daB der KcanzeichQungsmi- 
krochip 37 und 54 mit der sirukturierten Seite nach unlen 
auf den mit vor der Aushanung zahflUssigen elektnsch leit- 
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fahigen KunsUtoff vorkontakderten Triiger 38 und 52 aufge- 
bracht wird. Die dem Lichl ausgcsctze Riickscilc weist Ic- 
digijch eine fur Silizium lypische Empfindlichkeit \n\ Infra- 
rotbereich auf, die jedoch nicht weiter die Funkrion der Inte- 
grierten ilchaltung stort. Hbenso konnen Kennzeichnungs- 
niikrochips 37 und 54, die schon auf cincn flachigen Tragcr 
aufgeseizt und auf darauf befindHche metallische Hachen 
gebondet sind, zu einem erfindungsgemafien Kennzeich- 
nungselement 42 und 50 durch Koniaklieren mit elektnsch 
Iciifahigcn Kunsutofflachcn 34, 35,58 und 62 vcrarbcuct 
werden. 

Patentanspruche 

1. Mikroelekirnnisches Kennzcichnungselemenr fur 15 
Objekte. insbesoadcrs von Dokumenten aus Papier, zur 
koQtaktbehafieten Ubertrag^JOg von Daten zu einem 
Basisgerat mit einer Energieversorgung, einer Emp- 
fangseinheit und einer zentralen iiteuerlogik gekenn- 
zeichnet durch cin Kcnnzcichnungsmikrochip (4, 74, 
37, 54), das unzertrennlich mil dem zu kennzeichnen- 

^ den Objekt durch einen flachigen Trager (38, 52) ver- 

^ bunden isi und dessen auf dem Kennzeichnungsmikro- 

chip (4. 74, 37. 54) bcfindlichcr insbcsondcre sichcr- 
heitstechnisch relevanter Dateninhalt uber direkt nait 25 
den ChipanschlQssen (40, 41, 55, 56) verbundene fla- 
chenhaft ausgefuhrte elektrisch leitfahige Kunststofif- 
KontaktstcOcn (14, 34, 35, 58, 62. 84) zu cincm Basis- 
gerat. (2, 30, 72) ubertraghar sind. 

2. Mikroelckironischcs Kennzeichnungsclement nach 30 
Anspruch 1. dadurch gekennzeichnet, daS die mit der 
chipintemen Masseleitung verbundene Ruckseite (55) 
des Kennzeichnungsmikrochips (4, 74, 54) direkt auf 
cine Kunststofif-KontaktsteUc (58) aufgebracht ist und 
zusammen mit einer weiteren mil dem Bondpad (56) 35 
verbundenen elektrisch leitfahigen Kunststoff-Kon- 
laktsteUe (62) der Dateninhalt des Keimzeichnungsmi- 
krochips (4, 74, 54) ru einem Dasisgeriit (2, 30, 72) 
(ibertragbar isL 

3. Mikroelektronisches Kennzeichnungselemeni nach -w 
Anspnich 1 oder 2. dadurch gekennzeichnet, daS der 
Kennzcichnungsmikrochip (4, 37. 54, 74) mil der 
stnikcurierten Seite nach unten auf den mit mcbt ausge- 
harteicn elektrisch leilTahigen KunststoCT-KontaktstcL- 

^ len (58) versehenen flachigen Trager (38, 52) aufgc- 45 

bracht wird. 

4 Mikroelektronisches Kenn7jeichnungselennent nach 
einem der Anspruchc 1 bis 3. dadurch gekcnnzeichnet, 
dafl Kennzeichnungsmikrochips (4, 37, 54, 74), welche 
schon auf einen Trager aufgebracht und auf darauf be- 50 
findliche metaliische Flachen gebondet sind, durch 
Kontaktieren mit elektrisch leitfahigen Kunststoff- 
KontaktsteUen (34. 35.58 und 62) und durch Aufbnn- 
gen auf einen flachigen Trager (38, 52) ebenso wie tra- 
gerlose Kennzeichnungsmikrochips (4. 37, 54, 74) ver- 55 
arbeitct werden. 

Hierzu 2 Seite(n) Ze ichnungen 
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